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Abstract (en)
The applicator dispenses a rapid hardening glue under pressure through a narrow nozzle (31). A water feed duct (32) feeds into the glue duct and
applies water under pressure prior to parking the applicator. The outside of the jet is then closed by a closing element (30) to prevent loss of water
and glue. The water feed is through the support structure (33) of the applicator. The parking station for the applicator has a reservoir to collect water
and glue dripping from the nozzle. Prior to re-use the water can be expelled by a fresh feed of glue.

Abstract (de)
Bei der Verarbeitung von schnell aushartenden flie3fédhigen Substanzen, insbesondere Leim, ist es wichtig, ein Ausharten von Leimriickstanden
innerhalb des Disenaggregats bei zeitweiliger Betriebsunterbrechung zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird eine FlUssigkeit, insbesondere Wasser,
in einen Dusenkanal eingefiihrt, so daB Leim aus einem einer Disenmiindung (17) zugekehrten Endabschnitt (31) herausgespiilt wird. Durch
Verschluf3 des Diisenkanals (16) bleibt eine Wassersaule im Disenkanal (16) und dichtet diesen nach auBBen ab. <IMAGE>
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